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(57) Abstract: In a method for treating the surface of a planar object (1) by applying a liquid medium (6) to the surface (2) so as
to change the structure and/or property of the surface (2) by at least partially removing material from the surface (2) due to the ac-
tion of the liquid medium (6) on the material of the surface (2), wherein the liquid medium (6) that is applied or employed for
treating the surface is removed therefrom at the boundary or edge regions (4, 5) of the surface disposed substantially horizontally
during the treatment, it is proposed to additionally remove the liquid medium (6) applied for treating the surface (2) from the sur-
face (2) to be treated in at least one area located at a distance from the boundary or edge regions (4, 5) of the surtace (2), whereby
evening of the surface (2) and/or the structures to be produced thereon can be achieved while the treatment or processing is perfor-
med. Such a method and such a planar object can preferably be used to produce printed circuit boards.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Bei einem Verfahren zum Behandeln der Oberfldche eines flachigen Gegenstands (1) durch Anwendung eines fliissigen Mediums
(6) auf der Oberflache (2) zur Verdnderung der Struktur und/oder Beschaffenheit der Oberflache (2) durch wenigstens teilweises
Entfernen von Material der Oberflache (2) durch Einwirken des fliissigen Mediums (6) auf das Material der Oberflache (2), wobei
das zur Behandlung der Oberfliche angewandte bzw. aufgebrachte, fliissige Medium (6) an Rand- bzw. Kantenbereichen (4, 5)
der wihrend der Behandlung im wesentlichen horizontal angeordneten Oberfldche von dieser entfernt wird, wird vorgeschlagen,
daf} das zur Behandlung der Oberfléche (2) angewandte, fliissige Medium (6) zusétzlich an wenigstens einer in Abstand von den
Rand- bzw. Kantenbereichen (4, 5) der Oberfldche (2) liegenden Stelle von der zu behandelnden Oberfldche (2) entfernt wird, wo-
durch sich eine VergleichméBigung bei der Durchfithrung der Behandlung bzw. Bearbeitung der Oberfléche (2) bzw. von darauf
auszubildenden Strukturen erzielen 146t. Ein derartiges Verfahren sowie ein derartiger flachiger Gegenstand lassen sich bevorzugt
bei einer Herstellung von Leiterplatten einsetzen.
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VERFAHREN ZUM BEHANDELN DER OBERFLACHE EINES FLACHIGEN
GEGENSTANDS, FLACHIGER GEGENSTAND SOWIE VERWENDUNG

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Behandeln der Oberflache eines flachigen Gegenstands
durch Anwendung eines flilissigen Mediums auf der Oberfldche
zur Veranderung der Struktur und/oder Beschaffenheit der
Oberflache durch wenigstens teilweises Entfernen von Ma-
terial der Oberfldche durch Einwirken des flissigen Mediums
auf das Material der Oberflache, wobei das zur Behandlung
der Oberflache angewandte bzw. aufgebrachte, flissige Me-
dium an Rand- bzw. Kantenbereichen der wadhrend der Behand-
lung im wesentlichen horizontal angeordneten Oberfldche von
dieser entfernt wird. Die Erfindung bezieht sich weiter auf
einen flachigen Gegenstand mit einer zu behandelnden Ober-
flache durch Anwendung eines flissigen Mediums auf der
Oberflache zur Verdnderung der Struktur und/oder Beschaf-
fenheit der Oberfladche durch wenigstens teilweises Entfer-
nen von Material der Oberfldche durch Einwirken des flius-
sigen Mediums auf das Material der Oberflache, wobei das
zur Behandlung der Oberflache angewandte bzw. aufgebrachte,
flissige Medium an Rand- bzw. Kantenbereichen der wahrend
der Behandlung im wesentlichen horizontal angeordneten
Oberfliache von dieser entfernt wird, sowie auf eine Verwen-
dung eines derartigen Verfahrens oder derartigen Gegen-

stands.

Bei einer Behandlung einer Oberfldche eines flachigen, bei-
spielsweise plattenfédrmigen Gegenstands, wobei beispiels-
weise unter Einsatz einer Atzlésung Strukturen auf der
Oberflache ausgebildet werden sollen oder Material Ubli-
cherweise in beispielsweise durch eine Maskierung definier-

ten Bereichen entfernt bzw. abgetragen werden soll, ergibt
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sich insbesondere bei grofflachigen, zu bearbeitenden Ober-
flachen bzw. Gegenstianden das Problem eines uUblicherweise
ungleichmaffigen Einwirkens des zur Behandlung eingesetzten,
flissigen Mediums. Dies ist beispielsweise dadurch bedingt,
daf’ bei einem im wesentlichen horizontal angeordneten, fla-
chigen Gegenstand in Randbereichen das zur Behandlung ein-
gesetzte, fllissige Medium rascher entfernt wird bzw. werden
kann als in zentralen bzw. mittig liegenden Bereichen, so
da durch eine ungleichmaRige Entfernungsrate bzw. -ge-
schwindigkeit des fllissigen Mediums die Rate bzw. Geschwin-
digkeit einer gewlunschten Bearbeitung bzw. Strukturierung
der Oberflache beispielsweise durch Abtragen von Oberfla-

chenschichten nachteilig beeinfluf3t wird.

Im Zusammenhang mit einer Bearbeitung von jeweils eine
Vielzahl von Leiterplattenelementen aufweisenden Platten
bzw. groffen Formaten ergibt sich beispielsweise das Pro-
blem, daff die herzustellenden, beispielsweise durch ent-
sprechende Maskierungen definierten, Zu bearbeitenden,
feinen Strukturen durch die obengenannten Probleme einer
unterschiedlichen Entfernungsrate bzw. -geschwindigkeit des
zur Behandlung eingesetzten, fluissigen Mediums in unter-
schiedlichen Teilbereichen ungleichmafig bearbeitet werden,
so dafl beispielsweise ungleichmdffige Breiten fur herzustel-
lende, leitende Strukturen resultieren. Je nach Anordnung
von zu bearbeitenden bzw. 2zu behandelnden Bereichen bzw.
Leiterplattenelementen weisen somit die herzustellenden,
ublicherweise Uberaus feinen Strukturen, welche beispiels-
weise Breiten wund/oder Hbhen 1im Bereich von wenigen
Mikrometern aufweisen, unterschiedliche Abmessungen und
somit unterschiedliche beispielsweise elektrisch 1leitende
bzw. leitfahige Eigenschaften auf, so daf die Qualitat der-

artiger auf einer gemeinsamen Platte angeordneter Leiter-
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plattenelemente gegebenenfalls unterschiedlich ist oder in

nachteiliger Weise zu einem erhdéhten Ausschuf fuhrt.

Wahrend nachfolgend die vorliegende Erfindung wenigstens
teilweise anhand von Ausfihrungsbeispielen im Zusammenhang
mit der oben erwahnten Herstellung von Leiterplatten bzw.
Leiterplattenelementen ausgefuhrt wird, wird angemerkt, daR’
das erfindungsgemafle Verfahren allgemein fur einen Einsatz
in unterschiedlichsten Gebieten einer Bearbeitung bazw.
Behandlung von Oberfldchen eines flachigen Gegenstands
durch Anwendung eines fllUssigen Mediums auf der Oberflache
zur Verdnderung der Struktur und/oder Beschaffenheit der
Oberflache durch ein wenigstens teilweises Entfernen von
Material der Oberflache anwendbar ist. Es kann beispiels-
weise ein Einsatz eines derartigen Verfahrens im Bereich
der Behandlung von Oberflachen zur Herstellung feiner
Strukturen, beispielsweise bei Ausbildung von Hologrammen
oder dgl., insbesondere unter Einsatz eines atzenden,
flussigen Mediums zur Entfernung von Teilbereichen einer zu
behandelnden Oberfldche entsprechend beispielsweise durch

eine Maskierung vorgesehenen Mustern genannt werden.

Die Erfindung 2zielt darauf ab, bei einem Verfahren und
einem flachigen Gegenstand der eingangs genannten Art die
oben erwahnten Nachteile zu beseitigen und insbesondere ein
Verfahren sowie einen flachigen Gegenstand dieser Art
dahingehend weiterzubilden, daff durch eine Vergleich-
mafigung der Entfernung des zur Behandlung der Oberfléache
eingesetzten, flussigen Mediums auch bei grofflachigen
Gegenstanden eine gleichmdffige Bearbeitung bzw. Behandlung
der Oberflache, insbesondere unter Verdnderung der Struktur
beispielsweise durch wenigstens teilweises Entfernen von

Material, erzielbar ist.
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Zur L6sung dieser Aufgaben ist ein Verfahren der eingangs
genannten Art im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daf
das zur Behandlung der Oberflidche angewandte, fllissige
Medium =zusdtzlich an wenigstens einer in Abstand von den
Rand- bzw. Kantenbereichen der Oberfldche liegenden Stelle
von der 2zu behandelnden Oberfldache entfernt wird. Dadurch,
daf? erfindungsgemafs zusdtzlich an wenigstens einer in Ab-
stand von den Rand- bzw. Kantenbereichen der Oberfléche
liegenden Stelle das 3zur Behandlung der Oberflache an-
gewandte bzw. eingesetzte, flussige Medium von der zu be-
handelnden Oberflache entfernt wird, wird sichergestellt,
daf? beispielsweise auch im wesentlichen in zentralen bzw.
mittigen Bereichen eine entsprechend rasche und gleich-
miRige Entfernung des zur Behandlung der Oberfldche ange-
wandten, flissigen Mediums erfolgt, so daR durch eine im
Vergleich zu einer Entfernung des fliussigen Mediums in
Rand- bzw. Kantenbereichen ahnlich rasche und gleichmaBige
Entfernung des zur Behandlung der Oberfldche angewandten,
fliissigen Mediums eine gleichmadfige Behandlung bzw. Bear-
beitung der gesamten Oberfldche erfolgt. Durch eine der-
artige Vergleichmafigung der Entfernung des zur Behandlung
der im wesentlichen horizontal angeordneten Oberfléache
eingesetzten, flissigen Mediums wird somit auch bei grofs-
flachigen, 2zu behandelnden Oberflachen bzw. Gegenstanden
sichergestellt, daff eine beispielsweise durch die Ein-
wirkungszeit und/oder Konzentration des zur Behandlung ein-
gesetzten, flissigen Mediums beeinfluflte bzw. vorgegebene
Rate einer Entfernung von Material der Oberflache bzw.
allgemein ein derartiger Behandlungsparameter gleichmafzig
Uber die gesamte Oberfldche zur Verfigung gestellt werden
kann, wodurch entsprechend gleichmaflige zu erzielende

Strukturen oder Verdnderungen der Beschaffenheit der
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Oberfldche erzielbar sind. Derart wird beispielsweise ein
Stau bzw. eine Ansammlung von zur Behandlung einzusetzen-
dem, fllssigem Medium in im wesentlichen mittigen oder zen-
tralen Bereichen gegenuber Rand- bzw. Kantenbereichen ver-
mieden, so daf? eine beispielsweise von einer Entfernungs-
rate bzw. -geschwindigkeit des zur Behandlung eingesetzten,
flissigen Mediums abhangige Bearbeitung bzw. Behandlung des
Materials der Oberflache entsprechend gleichmdfig Uber die

gesamte Oberfliche zur Verfiigung gestellt werden kann.

Durch das erfindungsgemdffle Verfahren laRt sich somit durch
den gezielten bzw. verbesserten Abtransport des angewand-
ten, flissigen Mediums nicht nur die Prdzision der herzu-
stellenden Strukturen verbessern, sondern es lassen sich
auch die fir die Durchfihrung einer Oberflachenbehandlung
erforderlichen Dauern reduzieren und somit Prozesse klurzer

und effizienter gestalten.

Fir einen ordnungsgemaflen Abtransport des zur Behandlung
eingesetzten, flUssigen Mediums aus einem im wesentlichen
mittig oder zentral liegenden Bereich der 2zu behandelnden
Oberflache wird gemafs einer bevorzugten Ausfihrungsform
vorgeschlagen, daff die Stelle zur Entfernung des flissigen
Mediums von wenigstens einer in der zu behandelnden Ober-
flache gebildeten Vertiefung gebildet wird, welche insbe-
sondere zu wenigstens einem Rand- bzw. Kantenbereich der zu
behandelnden Oberflache fuhrt. Durch derartige rinnenartige
Vertiefungen bzw. Kandle kann somit das zur Behandlung der
Oberfldche eingesetzte, fliussige Medium rasch auch von
zentralen bzw. mittigen und von den Rand- bzw. Kantenbe-
reichen entfernten Bereichen entfernt werden, so daff auch
in derartigen von den Rand- bzw. Kantenbereichen entfernten

Bereichen der 2zu behandelnden Oberflache gleichmaRige und
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mit den Rand- bzw. Kantenbereichen vergleichbare Entfer-
nungsraten bzw. -geschwindigkeiten des 2zur Behandlung ein-

gesetzten, flussigen Mediums erzielbar sind.

Fir eine weitere Verbesserung und VergleichmaRigung des Ab-
transports bzw. der Entfernung des zur Behandlung der Ober-
flache angewandten bzw. eingesetzten, flissigen Mediums
wird gemaf einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform vorge-
schlagen, dafl das zur Behandlung der Oberfldche angewandte,
flissige Medium durch wenigstens eine den flachigen Gegen-
stand durchdringende Durchbrechung von der zu behandelnden
Oberflache entfernt wird. Durch Vorsehen wenigstens einer
entsprechenden Durchbrechung bzw. Offnung in dem fl&chigen
bzw. plattenférmigen Gegenstand kann beispielsweise unmit-
telbar eine Entfernung bzw. ein Abtransport des zur Behand-
lung eingesetzten Mediums auch in im wesentlichen mittigen
und in jedem Fall von Rand- bzw. Kantenbereichen entfernten
Bereichen bzw. Stellen =zur Verfigung gestellt werden,
wodurch eine weitere VergleichmafRigung der Entfernung des
zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums uber eine
gegebenenfalls groéfere Abmessungen aufweisenden Oberflache

erzielbar ist bzw. zur Verfigung gestellt werden kann.

Zur weiteren Verbesserung der Gleichmafigkeit der Ent-
fernung bzw. des Abtransports des zur Behandlung einge-
setzten, flussigen Mediums bei grofe Abmessungen aufweisen-
den Oberflachen wird dariber hinaus vorgeschlagen, dafi das
zur Behandlung der Oberflache angewandte, fllussige Medium
Uber eine Mehrzahl von insbesondere im wesentlichen gleich-
maRig Uber die Oberflache verteilt angeordneten, insbeson-
dere schlitzartigen Durchbrechungen entfernt wird, wie dies
einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungs-

gemafien Verfahrens entspricht. Durch eine entsprechend
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gleichmafige Verteilung von Stellen fir eine Entfernung des
zur Behandlung eingesetzten, flissigen Mediums und insbe-
sondere von den Gegenstand durchdringenden Durchbrechungen
kann somit auch mit kleine Abmessungen aufweisenden und
somit die Struktur des zu behandelnden Gegenstands gege-
benenfalls lediglich geringfligig beeintrachtigenden Durch-
brechungen bzw. Offnungen oder Bohrungen das Auslangen ge-
funden werden und es koénnen dennoch auch entsprechend
gréoRere Mengen des zur Behandlung eingesetzten, flussigen

Mediums gehandhabt und insbesondere entfernt werden.

Zur weiteren Vergleichmdffiigung der Entfernung des zur Be-
handlung eingesetzten, flissigen Mediums und auch zur Be-
reitstellung einer einfachen Verfahrensfihrung zur Her-
stellung der =zur Entfernung des zur Behandlung einge-
setzten, flUssigen Mediums erforderlichen, 2zusatzlichen
Stellen bzw. Durchbrechungen wird gemafs einer bevorzugten
Ausfihrungsform vorgeschlagen, daff eine Mehrzahl von Durch-
brechungen bei einem im wesentlichen rechteckigen bzw.
rechtwinkeligen, fladchigen Gegenstand in wenigstens einer
Linie im wesentlichen parallel zu einer Begrenzungslinie

des flachigen Gegenstands vorgesehen wird.

In diesem Zusammenhang wird gemaf einer bevorzugten Ausfuih-
rungsform vorgeschlagen, daf’ bei Vorsehen einer Mehrzahl
von voneinander getrennten, gleichzeitig 2zu behandelnden
Bereichen auf der 2zu behandelnden Oberflache einzelne der-
artige Bereiche jeweils durch eine Stelle oder Durch-
brechung zur Entfernung des flissigen Mediums getrennt wer-
den. Bei zu strukturierenden Elementen bzw. Teilbereichen
des flachigen Gegenstands, welche Ublicherweise nach einer
Fertigstellung der Behandlung durch das flussige Medium

und/oder nach gegebenenfalls erforderlichen, weiteren Be-
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handlungsschritten voneinander zu trennen sind, sind somit
insbesondere schlitzartige Durchbrechungen bereits wahrend
des Verfahrens zur Behandlung der Oberflache vorgesehen, so
daff ein nachfolgender Trennvorgang beispielsweise durch die
bereits vorhandenen Durchbrechungen bzw. rinnenartigen
Vertiefungen erleichtert wird oder eine Justierung bzw.
Positionierung von flUr ein Zerteilen bzw. Trennen einzu-

setzenden Vorrichtungen vereinfacht wird.

Wie bereits angefihrt, ist beispielsweise bei einer durch
eine Atzlésung vorzunehmenden Behandlung eines groRe Ab-
messungen aufweisenden, flachigen Gegenstands ein gleich-
maRiges Einwirken eines derartigen flissigen Mediums auf
die gesamte Oberflache im wesentlichen unabhdngig von der
Positionierung der einzelnen, zu bearbeitenden bzw. zu be-
handelnden Bereiche erforderlich bzw. von wesentlicher
Bedeutung, so daf’ gemdfz einer bevorzugten Ausfihrungsform
vorgeschlagen wird, daR das flussige Medium zur Behandlung
der Oberfliche in an sich bekannter Weise von einer Atzlé-

sung gebildet wird.

Zur Loésung der eingangs genannten Aufgaben ist darlber hin-
aus ein flachiger Gegenstand der obengenannten Art im
wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daf in Abstand von den
Rand- bzw. Kantenbereichen der Oberfldche wenigstens eine
Vertiefung und/oder Durchbrechung zur Entfernung von zur
Behandlung der Oberfldche angewandtem Medium vorgesehen
ist. Wie oben bereits erwahnt, gelingt somit durch Vorsehen
wenigstens einer Vertiefung und/oder Durchbrechung zur
Entfernung von zur Behandlung der Oberfliche angewandtem
Medium eine Vergleichmdfigung der Entfernung des zur Be-
handlung der Oberfldache eingesetzten Materials bzw. Mediums

zur Erzielung entsprechend einheitlicherer Strukturen.
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Bei einem derartigen erfindungsgemdfien, flachigen Gegen-
stand kénnen hiebei, wie dies oben bereits anhand des er-
findungsgemaflen Verfahrens im Detail ausgefihrt wurde, ent-
sprechend den Anforderungen sowie zur Erzielung zusatz-
licher Vorteile beispielsweise mehrere Stellen zur Entfer-
nung des zur Behandlung eingesetzten bzw. angewandten,
flissigen Mediums oder Durchbrechungen bzw. Bohrungen oder
Offnungen vorgesehen sein. GemidRf bevorzugten Ausfithrungs-
formen kénnen diese gemdff einem vorbestimmten Muster, bei-
spielsweise parallel zu Begrenzungslinien des fldachigen
Gegenstands oder entsprechend Unterteilungslinien von in
weiterer Folge zu unterteilenden bzw. voneinander zu tren-

nenden Teilbereichen angeordnet sein.

Das erfindungsgemaffe Verfahren sowie der erfindungsgemafe,
flachige Gegenstand lassen sich hiebei zur Erfullung der
obengenannten Aufgaben besonders bevorzugt bei der Her-
stellung von Leiterplatten Dbzw. Leiterplattenelementen
einsetzen, da, wie oben bereits ausgefuhrt, durch eine
Vergleichmdffigung der Entfernung des zur Behandlung einge-
setzten, flussigen Mediums die fir eine gleichmaflige Her-
stellung von Strukturen einer Leiterplatte, welche
Ublicherweise geringe Abmessungen aufweisen, einzuhaltenden
Parametern in einfacherer Weise erzielt bzw. aufrecht er-

halten werden koénnen.

In diesem Zusammenhang wird gemdf3 einer bevorzugten Ausfih-
rungsform vorgeschlagen, daR der flachige Gegenstand von
einer eine Mehrzahl von Leiterplattenelementen aufweisenden
Platte gebildet wird, wobei eine Mehrzahl von insbesondere
schlitzartigen Durchbrechungen jeweils zwischen benach-

barten und nach Durchfihrung der Behandlung der Oberflache
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der Platte voneinander zu trennenden Leiterplattenelementen
vorgesehen wird. Derart lassen sich groffflachige Formate,
welche uUblicherweise eine Vielzahl von nach einer Bear-
beitung zu trennenden Leiterplattenelementen aufweisen, mit
der erforderlichen GleichmdfRigkeit der beispielsweise in
einem Atzbad herzustellenden Strukturen bearbeiten, so daf
die Qualitadt von derart hergestellten Leiterplattenelemen-

ten verbessert und ein Ausschuf verringert werden kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegen-
den Zeichnung dargestellten Ausfihrungsbeispielen ndher
erlautert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen eine Mehrzahl von
Leiterplattenelementen aufweisenden, flachigen, erfindungs-
gemaflen Gegenstand mit einer Mehrzahl von Durchbrechungen
zur Durchfihrung des erfindungsgemafen Verfahrens;

Fig. 2 eine perspektivische, schematische Ansicht in ver-
grofertem MaRstab eines Teilbereichs eines zu behandelnden,
flachigen, erfindungsgemaflen Gegenstands bei der Durch-
fiihrung des erfindungsgemafen Verfahrens, wobei die Auf-
bringung und Entfernung des zur Behandlung der Oberflache
eingesetzten bzw. angewandten, fllissigen Mediums angedeutet
ist;

Fig. 3 und 4 schematische Diagramme einer Gréfenverteilung
von auf Leiterplattenelementen herzustellenden Leiter-
bahnen, wobei in Fig. 3 das Ergebnis bei Anwendung eines
Verfahrens gemdfz dem Stand der Technik gezeigt ist und in
Fig. 4 das Ergebnis bei Anwendung des Verfahrens sowie des
flachigen Gegenstands gemaR der vorliegenden Erfindung mit
zusatzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen zur Entfernung
von zur Behandlung der Oberflache eingesetztem bzw.

angewandtem, flissigem Medium dargestellt ist.
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In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel wird ein flachiger Ge-
genstand von einer eine Mehrzahl von Leiterplattenelementen
2 aufweisenden Platte 1 gebildet, wobei, wie dies insbe-
sondere unter Bezugnahme auf Fig. 2 deutlich ersichtlich
werden wird, verteilt Uber die zu behandelnde Oberfléache
des flachigen Gegenstands 1 insbesondere zwischen einzelnen
Leiterplattenelementen 2 zusdtzlich eine Mehrzahl von
insbesondere schlitzfdérmigen Offnungen bzw. Durchbrechungen
3 zwischen einzelnen, benachbarten Leiterplattenelementen 2

vorgesehen ist.

Aus Fig. 1 ist ersichtlich, daf® die zusdtzlichen, insbeson-
dere schlitzfédrmigen Durchbrechungen 3 in einem im wesent-
lichen regelmafRigen Muster angeordnet sind, wobei jeweils
mehrere derartige Durchbrechungen bzw. Offnungen 3 im we-
sentlichen entlang von Linien parallel zu jeweils einer Be-
grenzungslinie 4 bzw. 5 des plattenfdrmigen bzw. flachigen
Gegenstands 1 angeordnet sind.

In Fig. 2 sind einige wiederum mit 2 bezeichnete Leiter-
plattenelemente dargestellt, wobei durch Pfeile 6 ein Auf-
bringen des zur Behandlung der nicht naher dargestellten
Strukturen der einzelnen Leiterplattenelemente eingesetzten
bzw. angewandten Mediums angedeutet wird. Wahrend der im
wesentlichen horizontalen Anordnung der zu behandelnden
Oberfladche, welche durch die einzelnen Elemente bzw. Be-
reiche 2 gebildet wird, wird das zur Behandlung einge-
setzte, fllissige Medium 6 auf die behandelnden Teilbereiche
bzw. Leiterplattenelemente 2 aufgebracht, worauf es in den
Bereich von in Fig. 1 mit 3 bezeichneten Durchbrechungen
bzw. Offnungen gelangt, durch welche es entsprechend den

Pfeilen 7 verteilt uUber die Oberflache und zwischen den
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einzelnen, zu behandelnden Teilbereichen bzw. Leiter-

plattenelementen 2 hindurchtritt.

Die Offnungen kénnen hiebei von schlitzartigen Durch-
brechungen 3, wie sie beispielsweise in Fig. 1 angedeutet
sind, oder durch entsprechend voneinander beabstandete

Bohrungen oder dgl. gebildet sein.

Anstelle der in Fig. 1 und 2 angedeuteten, die 2zu behan-
delnde Platte bzw. den Gegenstand 1 vollstandig durch-
dringenden Durchbrechungen bzw. Offnungen 3 koénnen bei-
spielsweise entlang der in Fig. 1 angedeuteten Linien
rillenartige Vertiefungen vorgesehen sein, so daf® durch
eine Aufnahme des zur Behandlung der Oberflache ent-
sprechend den Pfeilen 6 eingesetzten bzw. angewandten,
flissigen Mediums in derartigen Rillen, welche in Fig. 2
schematisch mit 8 angedeutet sind, wiederum eine Entfernung
des flussigen Mediums aus im wesentlichen mittigen bzw.
zentralen Bereichen des Gegenstands 1 in den Bereich der
Rander bzw. Kanten 4 und 5 des plattenartigen Gegenstands 1
erzielbar ist, so daf auch eine entsprechende Vergleich-
maRigung der Entfernung des 2zur Behandlung ‘"eingesetzten,
flussigen Mediums von Flachen bzw. Oberflichen mit grofien

Abmessungen erzielbar ist.

Die bei Einsatz des erfindungsgemdfen Verfahrens erziel-
baren Vorteile, beispielsweise bei der Strukturierung von
Leiterbahnen auf einzelnen Leiterplattenelementen 2, wie
sie in Fig. 1 und 2 dargestellt sind, werden anhand der

Diagramme von Fig. 3 und 4 ndher erlautert.

Ausgehend von einem eine Vielzahl von Leiterplatten-

elementen 2 aufweisenden, plattenfdédrmigen Gegenstand 1
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sollen durch Einsatz einer Atzlésung, welche beispielsweise
von Kupferchlorid gebildet wird, entsprechende Strukturen
auf der Oberfldche der Leiterplattenelemente 2 nach Auf-

bringen einer entsprechenden Maskierung erzielt werden.

Hiebei sollen bei den in Fig. 3 und 4 dargestellten Ausfih-
rungsbeispielen jeweils Leiterbahnen mit einer minimalen
Breite von 17,5 pm und einer maximalen Breite von 27,5 pm
und somit mit einer optimalen Breite Qon 22,5 pm her-
gestellt werden. Die untere bzw. obere Grenze sind hiebei

mit LSL bzw. USL in Fig. 3 und 4 bezeichnet.

Bei einer Verfahrensfihrung gemdffs dem Stand der Technik,
wobel ein beispielsweise in Fig. 1 dargestellter, flachiger
Gegenstand 1 durch Aufbringen einer entsprechenden Atz-
16sung behandelt wird, wobei keine =zusdtzlichen Stellen
bzw. Durchbrechungen zur Entfernung von zur Behandlung ein-
gesetzten, fllissigem Medium, insbesondere der Atzldésung,
zur Verfligung gestellt werden, ergibt sich das in Fig. 3
dargestellte Ergebnis einer Verteilung von resultierenden
Breiten von Leiterbahnen, wobei ersichtlich ist, dafl sich
eine relativ grofle Streuung der erzielbaren Breiten und so-
mit insgesamt eine grofle Verteilung der erzielbaren Breiten
von Leiterbahnen ergibt, wie dies durch die angepafite bzw.
gefittete, strichlierte Glockenkurve ergibt. Eine ge-
winschte und weitestgehend optimierte Verteilung von zu er-
zielenden Breiten von Leiterbahnen ist in Fig. 3 durch eine

Glockenkurve mit durchgezogener Linie angedeutet.

Aus der Darstellung von Fig. 3 ist daruber hinaus ersicht-
lich, daff neben einer vergleichsweise breiten Verteilung
von erzielbaren Breiten von Leiterbahnen auch eine erkenn-

bare Anzahl von Leiterbahnen existiert, deren Abmessungen
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unter der geforderten Mindestbreite liegen, so daR daraus
ein entsprechender Anteil von zu verwerfenden Leiter-

plattenelementen resultiert.

Bei der Darstellung gemdf Fig. 4 ist ersichtlich, daR bei
Einsatz des erfindungsgemafen Verfahrens und somit Vorsehen
von zusatzlichen Stellen bzw. Durchbrechungen 3 im
flachigen bzw. plattenfdérmigen Gegenstand 1 zur Entfernung
des zur Behandlung eingesetzten, flUssigen Mediums, insbe-
sondere der obengenannten Atzldésung, bei der Herstellung
von Leiterbahnen auf Leiterplattenelementen 2 eine be-
deutend engere Verteilung der erzielbaren Breiten mit einer
deutlich ausgepragten Spitze im Bereich der optimierten
bzw. zentralen, zu erzielenden Breite erzielbar ist, wie
dies durch die wiederum strichliert dargestellte Glocken-
kurve angedeutet ist. Eine optimierte Verteilung ist wie-
derum durch eine durchgezogene Glockenkurve angedeutet,
wobei aus dem Vergleich von Fig. 3 und 4 ersichtlich ist,
daf durch Vorsehen der zusatzlichen Durchbrechungen bzw.

Stellen 3 zum Abtransport von zur Behandlung der Oberfléche

eingesetztem bzw. angewandtem, flussigem Medium eine An-

naherung an eine theoretisch erzielbare, optimierte Ver-

teilung ermdéglicht wird.

Daruber hinaus ist aus Fig. 4 ersichtlich, daf? insbesondere
keine Elemente mit Breiten auftreten, welche auferhalb der
angegebenen Grenzen LSL bzw. USL liegen, so daf neben einer
Vergleichmafigung der Verteilung der Breiten der herzu-
stellenden Strukturen insbesondere sichergestellt wird, daf
nach der Atzbehandlung zu verwerfende Elemente, aufgrund
beispielsweise einer zu geringen Breite von Leiterbahnen,

nicht auftreten.
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Neben der Verbesserung der Prazision der zu erzielenden Ab-
messungen, wie dies beispielsweise aus dem Diagramm von
Fig. 4 ersichtlich ist, 1laRt sich durch den verbesserten
Abtransport des flUssigen Mediums auch die notwendige
Behandlungsdauer reduzieren und es lassen sich derart Be-
handlungsverfahren optimieren und insbesondere deren Zeit-

aufwand reduzieren.

Eine derartige Verbesserung bzw. Vergleichmafigung von her-
zustellenden Strukturen bei Einsatz des erfindungsgemafen
Verfahrens 148t sich hiebei nicht nur bei einer Herstellung
von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen erzielen,
sondern allgemein Dbei einer Behandlung von  grofie
Abmessungen aufweisenden Oberfldchen bzw. flachigen Gegen-
standen 1, bei welchen eine genaue Einhaltung von Behand-
lungs- bzw. Bearbeitungsparametern erforderlich ist, welche
insbesondere von der Geschwindigkeit bzw. Rate einer Ent-
fernung eines zur Behandlung einzusetzenden, flussigen
Mediums von einer wahrend der Behandlung im wesentlichen

horizontalen Oberflache abhangig sind.
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Patentanspruche

1. Verfahren zum Behandeln der Oberfldche eines fldchigen
Gegenstands (1) durch Anwendung eines flussigen Mediums (6)
auf der Oberflache (2) zur Veranderung der Struktur
und/oder Beschaffenheit der Oberflache (2) durch wenigstens
teilweises Entfernen von Material der Oberflache (2) durch
Einwirken des flussigen Mediums (6) auf das Material der
Oberflache (2), wobei das zur Behandlung der Oberflache (2)
angewandte bzw. aufgebrachte, flissige Medium (6) an Rand-
bzw. Kantenbereichen (4, 5) der wahrend der Behandlung im
wesentlichen horizontal angeordneten Oberfldche (2) wvon
dieser entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, daf das zur
Behandlung der Oberfldache (2) angewandte, flissige Medium
(6) zusatzlich an wenigstens einer in Abstand von den Rand-
bzw. Kantenbereichen (4, 5) der Oberflache (2) liegenden
Stelle (3) von der zu behandelnden Oberfldache (2) entfernt

wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
die Stelle (3) zur Entfernung des flussigen Mediums (6) von
wenigstens einer in der zu behandelnden Oberfldche gebil-
deten Vertiefung gebildet wird, welche insbesondere zu
wenigstens einem Rand- bzw. Kantenbereich (4, 5) der zu be-

handelnden Oberflache (2) fihrt.

3. Verfahren nach BAnspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daR das zur Behandlung der Oberflache (2) ange-
wandte, flissige Medium (6) durch wenigstens eine den
flachigen Gegenstand (1) durchdringende Durchbrechung (3)

von der zu behandelnden Oberfldche (2) entfernt wird.
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4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daR
das zur Behandlung der Oberfldche (2) angewandte, fliissige
Medium (6) Uber eine Mehrzahl von insbesondere im wesent-
lichen gleichmdRig iUber die Oberflache (2) verteilt ange-
ordneten, insbesondere schlitzartigen Durchbrechungen (3)

entfernt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl eine Méhrzahl von Durchbrechungen (3) bei
einem im wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen,
flachigen Gegenstand (1) in wenigstens einer Linie im
wesentlichen parallel zu einer Begrenzungslinie (4, 5) des

flachigen Gegenstands (1) vorgesehen wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dafR bei Vorsehen einer Mehrzahl von von-
einander getrennten, gleichzeitig zu behandelnden Bereichen
(2) auf der zu behandelnden Oberflache einzelne derartige
Bereiche jeweils durch eine Stelle oder Durchbrechung (3)

zur Entfernung des flussigen Mediums (6) getrennt werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daf das flissige Medium (6) 2zur Behandlung
der Oberflache in an sich bekannter Weise von einer Atz--

1lésung gebildet wird.

8. Flachiger Gegenstand (1) mit einer 2zu behandelnden
Oberflache (2) durch Anwendung eines flussigen Mediums (6)
auf der Oberflache (2) zur Veranderung der Struktur
und/oder Beschaffenheit der Oberflache (2) durch wenigstens
teilweises Entfernen von Material der Oberflache (2) durch
Einwirken des flussigen Mediums (6) auf das Material der

Oberflache (2), wobei das zur Behandlung der Oberflache (2)
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angewandte bzw. aufgebrachte, flissige Medium (6) an Rand-
bzw. Kantenbereichen (4, 5) der wadhrend der Behandlung im
wesentlichen horizontal angeordneten Oberflache (2) von
dieser entfernt wird, dadurch gekennzeichnet, daf in Ab-
stand von den Rand- bzw. Kantenbereichen (4, 5) der Ober-
flache (2) wenigstens eine Vertiefung wund/oder Durch-
brechung (3) zur Entfernung von zur Behandlung der Ober-

flache (2) angewandtem Medium (6) vorgesehen ist.

9. Verwendung eines Verfahrens nach einem der Anspruche 1
bis 7 oder eines fldchigen Gegenstands nach Anspruch 8 bei

der Herstellung von Leiterplatten.

10. Verwendung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daf
der flachige Gegenstand (1) von einer eine Mehrzahl von
Leiterplattenelementen (2) aufweisenden Platte gebildet
wifd, wobei eine Mehrzahl von insbesondere schlitzartigen
Durchbrechungen (3) jeweils zwischen benachbarten und nach
Durchfithrung der Behandlung der Oberfldche der Platte (1)
voneinander zu trennenden Leiterplattenelementen (2) vorge-

sehen wird.
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